






























专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 CN104105447B 公开(公告)日 2016-04-13

申请号 CN201380008464.0 申请日 2013-02-06

[标]申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

当前申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

[标]发明人 和田隆亚
大泽敦
山本胜也

发明人 和田隆亚
大泽敦
山本胜也

IPC分类号 A61B8/00 G01N29/24 H04R17/00

CPC分类号 A61B5/0095 A61B8/4444 B06B1/0622 Y10T29/42 G01N29/06 G01N29/2437 H01L41/25

代理人(译) 苏卉

审查员(译) 严文

优先权 2012023924 2012-02-07 JP
2012244343 2012-11-06 JP

其他公开文献 CN104105447A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明依次层叠衬底材料(1)、无机压电元件层(91a)、声匹配层(94)、有
机层(95)以及导电层(96)，从导电层(96)到无机压电元件层(91a)沿层叠方
向以任意间距进行切割，从而对齐位置并依次重叠而形成多个无机压电
元件(2)、第一声匹配层(3)、下侧有机层(42)以及信号电极层(44)的各断
片，在信号电极层(44)上重叠接合上侧有机层(41)和接地电极层(43)，形
成由信号电极层(44)、上侧有机层(41)以及接地电极层(43)构成的多个有
机压电元件(5)。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/7c725046-5fc0-40fd-a430-101cfb60e569
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/048947529/publication/CN104105447B?q=CN104105447B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN104105447B

